
3 

 

天津中环半导体股份有限公司董事会 

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情

况的专项报告格式》等有关规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 

一、募集资金基本情况 

1．公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427 号文核准，由主承销商申银万国证

券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）164,912,973 股，发行价格为每股 17.99 元。

至 2014 年 9 月 4 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 164,912,973 股，募集资金总额为人

民币 2,966,784,384.27 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币

52,081,700.55 元，实际募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72 元，其中，计入注册资本人民

币 164,912,973.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,749,789,710.72 元。上述募集资金

于 2014 年 9 月 4 日到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了

CHW 证验字【2014】0020 号验资报告。 

2. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准，由主承销商申万宏源

证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）347,976,307 股，发行价格为每

股 10.13 元。至 2015 年 11 月 27 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 347,976,307 股，募

集资金总额为人民币 3,524,999,989.91 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费

用共计人民币 67,177,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，其中，计入

注册资本人民币 347,976,307.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,109,846,142.91 元。

上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以

验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07298 号验资报告。 

二、募集资金存放和管理情况 

(一) 募集资金管理情况 
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为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定

了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使

用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授

权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并

及时向审计委员会报告检查结果。  

公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使用和

管理募集资金，专户存放，专款专用。 

(二) 募集资金专户存储情况 

公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中

国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，

并对募集资金进行专户存储。 

1. 公司于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了

中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：

12001835400052505785，用于中环股份补充流动资金；中国建设银行股份有限公司呼和浩特金

桥开发区支行专项账户，其活期存款账户为：15001706685052505612，用于中环光伏 CFZ 单

晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目；中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支

行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052506373，用于环欧公司 8英寸半导体硅片及

DW 切片项目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：  

银行余额明细表                         单位：元 

序号 开户人 银行名称 账号 余额 

1 中环股份 
中国建设银行股份有限公司

天津微电子工业区支行 
12001835400052505785 19,559,757.22 

2 中环光伏 
中国建设银行股份有限公司

呼和浩特金桥开发区支行 
15001706685052505612 33,280,497.78 

3 环欧公司 
中国建设银行股份有限公司

天津微电子工业区支行 
12001835400052506373 181,942,784.56  

合计 234,783,039.56 

2. 公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：
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77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支

行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏

电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行专项

帐户，其活期存款账户为：15050110205000000023，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光

伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项账

户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特左旗高效光伏

电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期

存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站

（示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户为：

51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）

项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：

77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目；上海浦东发展银行

股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200154800000762，用于环

欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目。截至 2017年 12月 31日，

公司募集资金账户余额为： 

银行余额明细表                                 单位：元 

序号 开户人 银行名称 账号 余额 

1 中环股份 
上海浦东发展银行股份有

限公司天津分行浦益支行 
77200154800000779 397,496.96 

2 
呼和浩特环

聚公司 

中国银行股份有限公司呼

和浩特市金桥支行 
1524437734261 - 

3 
阿拉善盟环

聚公司 

中国建设银行股份有限公

司呼和浩特建银大厦支行 
150501102050000000232 - 

4 
苏尼特左旗

环昕公司 

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特金桥支行 
59050154500000308 320,986.78 

5 
阿坝州红原

环聚公司 

中国建设银行股份有限公

司成都第八支行 
510501488508000001183 - 

6 
阿坝州若尔

盖环聚公司 

中国建设银行股份有限公

司成都第八支行 
510501488508000001194 - 

                                                        
1呼和浩特环聚公司募集资金账户 152443773426 已注销； 
2阿拉善盟环聚公司募集资金账户 15050110205000000023 已注销； 
3阿坝州红原环聚公司募集资金账户 51050148850800000118 已注销； 
4阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户 51050148850800000119 已注销。 
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序号 开户人 银行名称 账号 余额 

7 环鑫公司 
上海浦东发展银行股份有

限公司天津分行浦益支行 
77200078801000000046 20,444,878.18 

8 环欧公司 
上海浦东发展银行股份有

限公司天津分行浦益支行 
77200154800000762 0.02 

合计 21,163,361.94 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1．截止 2017 年 12 月 31 日 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资

额 188,145.06 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 1）。 

2．截止 2017 年 12 月 31 日 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资

额 260,079.57 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 2）。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四十九次会议，同意将 2013 年非公开发行股

票募集资金投资项目“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”调整变更为“8 英寸半导体硅片

及 DW 切片项目”、将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“大直径电泳玻璃钝化芯片

（GPP）项目”调整变更为“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，变更募集资金投资项目的

实际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表 3）。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司对非公开发行股票的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集

资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募

集资金的情形。 

 

 

 

 

天津中环半导体股份有限公司董事会 

                                          2018 年 4 月 16 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表 

截止 2017 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表                                                        单位:万元 

募集资金总额 296,678.44 
本年度投入募

集资金总额 
12,744.89 

报告期内变更用途的募集资金总额 85,960.15 

已累计投入募

集资金总额 
188,145.06 累计变更用途的募集资金总额 85,960.15 

累计变更用途的募集资金总额比例 28.97% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目  

CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片

项目 
否 130,000 130,000 616.17 104,650.78 80.50% 

2017 年 12

月 
19,824.39 不适用 否 

8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目 是 110,000 110,000
5
 12,128.72 32,024.01 29.11% 2018 年 8 月 4,808.82 不适用 否 

                                                        
5
原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目＂截至2017年5月31日已经累计投入24,039.85万元，均用于该项目的子项目“金刚石线切片项目”。“8

英寸半导体硅片及DW切片项目”将原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目＂尚未使用募集资金余额85,960.15万元，在原募集资金项目DW钻石

线切片的基础上扩建8英寸抛光片生产线。因此，“8英寸半导体硅片及DW切片项目”， 投资总额合计110,000万元，已投入金额24,039.85万元。 
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补充流动资金 否 60,000 51,470.27 0.00 51,470.27 100.00%    否 

承诺投资项目小计 -- 300,000 291,470.27  12,744.89 188,145.06 -- -- 24,633.21 -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情况和原

因（分具体项目） 
CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目变更为 8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2017 年 2 月 22 日经公司第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司在确保 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过 9.3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其

他情况 
无 
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附表 2：募集资金使用情况对照表 

截止 2017 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表                                             单位:万元 
                                  

募集资金总额 352,500.00 
本年度投入募

集资金总额 
18,908.16 

报告期内变更用途的募集资金总额 26,400.00 

已累计投入募

集资金总额 
260,079.57 累计变更用途的募集资金总额 26,400.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 7.49% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

武川县 300MW 光伏电站一期工程

100MW 光伏发电项目 
否 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 100.00% 2016 年 6 月 3,901.29 不适用 否 

阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW

光伏发电项目 
否 58,600.00 58,600.00 0.00 1,182.00 2.02% 

2020 年 12

月 
不适用 不适用 否 

苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW

光伏发电项目 
否 60,900.00 60,900.00 1,886.56 54,427.73 89.37% 

2017 年 12

月 
263.12 不适用 否 
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红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）

项目 
否 23,800.00 23,800.00 0.00 20,457.00 85.95% 

2015 年 10

月 
105.01 不适用 否 

若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）

项目 
否 26,900.00 26,900.00 0.00 20,203.00 75.10% 2016 年 1 月 173.74 不适用 否 

大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目 是 26,400.00 26,400.00 17,021.60 17,021.60 64.48% 2018 年 9 月 不适用 不适用 否 

大直径新型电力电子器件用硅单晶的

技术改造及产业化项目 
否 5,900.00 5,900.00 0.00 3,506.00 59.42% 2016 年 9 月 1,069.00 不适用 否 

补充流动资金 否 60,000.00 53,282.24 0.00 53,282.24 100.00%    否 

承诺投资项目小计 -- 352,500.00 345,782.24 18,908.16 260,079.57 -- -- 5,512.16 -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

1、阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目尚未完工。
2、CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目变更为 8 英寸半导体硅

片及 DW 切片项目、大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目变更为大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情

况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情

况 
不适用 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况 

2017 年 1 月 23 日经公司第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

在确保2015年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过8.6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

项目实施出现募集资金结余的金额及

原因 

“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤 20MW 光伏

电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结

余募集资金，经公司第五届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结

余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金 16,933.67 万元（含利息收入，最终以资金转

出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。 

尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 

募集资金使用及披露中存在的问题或

其他情况 
无 
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附表 3：变更募集资金投资项目情况表 

截止 2017 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的实际使用情况表                                                单位:万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目拟投入

募集资金总额(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告

期实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

8 英寸半导体硅片及

DW 切片项目 

CFZ 区熔单晶硅及金刚

石线切片项目 
110,000 12,128.72 32,024.01 29.11% 2018 年 8 月 4,808.82 不适用 否 

大直径玻璃钝化芯片

（GPP）项目 

大直径电泳玻璃钝化

芯片（GPP）项目 
26,400 17,021.60 17,021.60 64.48% 2018 年 9 月 不适用 不适用 否 

合计 -- 136,400 29,150.32 49,045.61 -- -- 4,808.82 -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分

具体项目) 

1、公司于 2017 年 6 月 8日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了

《关于募集资金项目变更的议案》，将“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”尚未使用募集资金余额 85,960.15 万元全

部用于“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）； 

2、公司于 2017 年 6 月 8日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了

《关于募集资金项目变更的议案》，将“大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目”尚未使用募集资金余额 26,400 万元全

部用于“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分

具体项目) 
无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

明 
无 

 


	一、募集资金基本情况
	二、募集资金存放和管理情况
	(一) 募集资金管理情况
	(二) 募集资金专户存储情况

	三、本年度募集资金的实际使用情况
	四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
	五、募集资金使用及披露中存在的问题
	附表1：募集资金使用情况对照表
	附表2：募集资金使用情况对照表
	附表3：变更募集资金投资项目情况表



